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AI 서버용 MOSFET

업계 TOP※의 높은 SOA 내량과

낮은 ON 저항 동시 실현

2025년 5월 22일

로옴 주식회사

마케팅 커뮤니케이션부

세계적인 클라우드 플랫폼 기업의 권장 부품으로 인정

※2025년 5월 22일 현재 8080 사이즈 패키지의 100V 내압 파워 MOSFET 기준 로옴 조사 

・EcoMOS 는 로옴 주식회사의 상표 또는 등록상표입니다.

・본 자료는 발행일 시점의 정보로, 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다. 
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전력 과제시장 배경

서버 생산 대수 예측과 전력 소비의 추이

로옴 조사, 범용 서버 1대당 600W, AI 서버 1대당 3000W로 계산

전력 소비가 약 3배
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AI 서버 (48V 계통 전원)

범용 서버 (12V 계통 전원)

합계 전력 소비 (GW)
AI 서버는 2024년부터

4년에 걸쳐 시장이

약 6배 확대될 것으로 예측

AI 기술의 급격한 진화에 따라
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AI 서버와 범용 서버의 차이점시장 배경

비교 항목 AI 서버 범용 서버
주요 용도 AI 추론 · 학습, 대규모 데이터 처리 등 Web 서비스, 파일 서버, 업무 시스템 등

탑재 프로세서 GPU, AI 엑셀러레이터 등 CPU 중심

전원 구성 48V 계통이 주류 12V 계통이 주류

소비전력 높다
(1대당 약 3000W 이상)

낮은 편
(1대당, 약 600W)

냉각 방식
액랭

(공랭으로는 불충분한 경우가 있다.)
공랭이 일반적

네트워크 대역 고대역 (고속 인터커넥터 등) 일반적인 Ethernet

AI 서버는 한층 더 고밀도 · 고부하 · 고효율 전원이 요구된다!
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서버의 핫스왑이란?기술 트렌드

전원 ON 상태에서의 탈착

서버

서버 랙

서버 전원 개략도 예
SOA : Safe Operating Area

HSC : Hot Swap Controller

HSC 동작 : 돌입전류가 순간적으로 부품에 인가되는 것을 방지

CPU

/

GPU

FAN

HDD

컨트롤러&
파워

스테이지

Point of 

Load
(DC-DC 컨버터, 

LDO)

Electronic 

Fuse

12V

돌입전류

션트 저항기 48V 입력
BUS

DC-DC

컨버터

MOSFET

Power

Supply

Unit

VIN=48V
핫스왑

컨트롤러

고객 요구 사양 1 : SOA 내량

HSC 동작

돌입전류
Pw=10ms

HSC가 서서히 MOSFET를 ON

일정 펄스 폭에서 전압과 전류 인가

고객 요구 사양 2 : ON 저항 성능
상시 ON 상태이므로

저전력 효과

고객의 요구

• Pw=1ms~10ms 중요성

• 부품의 소비전력 증대 경향

고전류 = 높은 SOA 내량

48V
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핫스왑 회로

핫스왑
컨트롤러

시스템

+12V / 48V

GND

RY7P250BM（100V）

RS7E200BG（30V）

핫스왑 회로용 Nch MOSFET

PMR 시리즈
(전류 검출용 범용 타입)

핫스왑 회로 대응 저항기

BD12780MUV-LB (개발중)

12V 핫스왑 컨트롤러용 IC
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MOSFET란?：전력 제어의 키 디바이스

MOSFET는 모든 기기의 전력 제어에 반드시 필요한 스위칭 디바이스

회로도 (Nch) MOSFET의 기초

⚫금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터의 약칭으로,

전력을 ON / OFF하는 전자 스위치의 역할을 담당

⚫전력 변환 · 스위칭 · 제어 회로 등 폭넓은 전원 관련

어플리케이션에 사용

주요 용도

⚫전원 회로 (강압 · 승압 컨버터, 보호회로 등)

⚫핫스왑 기능 (통전 중인 상태에서의 안전한 부품 교체）

⚫모터 제어 회로 (산업기기, 가전, 전동 공구)

⚫인버터 회로 (태양광 발전, EV 등）

드레인 (D)

소스 (S)

게이트 (G)

ID
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EcoMOS 란?

파워 디바이스는 소재 · 소자 구조에 따라
사용 시 효과적인 전력 용량 · 동작 주파수가 다르다!

※EcoSiC 는 SiC MOSFET, EcoGaN 은 GaN HEMT로서의 동작을 각각 상정

「EcoSiC 」, 「EcoGaN 」, 「EcoIGBT 」, 「EcoMOS 」는 로옴 주식회사의 상표 또는 등록상표입니다.

EcoMOS 는 파워 디바이스 분야에서 저전력화가

요구되는 어플리케이션에 최적인, 로옴의 실리콘 파워

MOSFET 브랜드입니다.

가전, 산업기기, 자동차기기 등 폭넓은 어플리케이션에

탑재되는 EcoMOS 는 노이즈 성능 및 스위칭 성능 등

다양한 파라미터에 따라 라인업을 전개하여, 용도에

적합한 제품을 선택할 수 있습니다.
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온라인 판매 사이트

제품 개요 「RY7P250BM」신제품

RY7P250BM
DFN8080-8S

(8.0mm × 8.0mm × 1.0mm)

제품 주요 특성

품명 극성
VDSS

[V]

ID
[A]

RDS(on)  Max. [mΩ]
Ciss

[pF]

Qg [nC]

VGS=10V

SOA VGS=48V [A]
패키지

(사이즈 [mm])
VGS=10V Pw=10ms Pw=1ms

RY7P250BM Nch 100 250 1.86 11300 170 16 50
DFN8080-8S
（8.0× 8.0× 1.0）

挿絵,抽象  が含まれている画像AIによって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

ロゴAIによって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

특징

⚫ 48V 계통 핫스왑 회로에 최적인

100V 내압 파워 MOSFET

⚫업계 TOP※의 높은 SOA 내량 및

낮은 ON 저항 (RDS(on))

⚫ 8080 사이즈 대응 표준 패키지

⚫미국 클라우드 메이커의 권장 부품으로 인정

※2025년 5월 22일 현재 8080 사이즈 패키지 100V 내압 파워 MOSFET 기준 로옴 조사

https://www.rohm.co.kr/products/mosfets/small-signal/single-nch/ry7p250bm-product
https://www.chip1stop.com/products/Rohm/RY7P250BMTBC/ROHM*0178627?keyword=RY7P250BM
https://www.chip1stop.com/KOR/ko/products/Rohm/RY7P250BMTBC/ROHM*0178627?keyword=RY7P250BM
https://www.zaikostore.com/zaikostore/stockDetail?productIdOfHitotsukara=pr24381682&productName_forFind=RY7P250BMTBC&typeStock_forFind=Hitotsu
https://www.zaikostore.com/zaikostore/en/stockDetail?productIdOfHitotsukara=pr24381682&productName_forFind=RY7P250BMTBC&typeStock_forFind=Hitotsu
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제품 영상신제품

URL : https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM3OQ%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23

https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM3OQ%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM3OQ%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM3Nw%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM3Nw%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23
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기존품
TO-263AB

신제품
DFN8080-8S
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특징 1. 높은 SOA 내량신제품

SOA 성능 비교

SOA 내량（VDS=48V, Ta=25°C）

SOA 내량을 대폭 개선하여, 고부하 환경에서의 신뢰성 및 내구성 향상에 기여

펄스 폭 10ms 펄스 폭 1ms

약 8.8배 약 6.6배

기존품
TO-263AB

신제품
DFN8080-8S



P. 12©   ROHM Co., Ltd.  

특징 2. 낮은 ON 저항 신제품

8080 사이즈 일반품과의 ON 저항 비교 (VGS=10V, ID=50A, Tj=25°C)

낮은 ON 저항 1.86mΩ 실현
서버 전원의 고효율화, 냉각 부하 저감, 전력 비용 삭감에 기여

2.28mΩ
1.86mΩ

0

1

2

3

R
D

S
(o

n
) 
M

a
x
. 

[m
Ω
]

높은 SOA 내량 일반품
（8.0mm× 8.0mm）

신제품
DFN8080-8S

약 18％ 저감
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클라우드 플랫폼 기업의 권장 부품신제품

세계적인 클라우드 플랫폼 기업에서
권장 부품으로서 인정받았습니다.

높은 평가를 받은 항목

특징 내용

높은 SOA 내량
AI 처리 시의 돌입전류 · 대전류 부하에도 안전하게 대응.
클라우드 용도에 필요한 신뢰성 기준 만족.

낮은 ON 저항으로 고효율
발열 억제를 통해 냉각 부하의 저감, 전력 소비 저감에 기여.
고밀도 서버 운용에도 유리.

8080 사이즈 표준 패키지
기존 회로 설계에 대한 대체 사용이 용이.
양산성 체제를 구축하여, 대량 생산에 대응 가능.

공급 체제 안정적 공급이 가능한 체제 구축.
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패키지별 로드맵

패키지 사이즈 [mm2]

드
레

인
전

류
[
A
]（

T
a
=
2
5
℃

, 
T
c
=
2
5
℃

, 
I D

S
L
）

Higher Power

Small package

(HEML1616L7)
1.6× 1.6× 0.55
ID=4.5A～7.5A

DFN1616-7T

TUMT3, 5, 6
2.0× 2.1× 0.77
ID=0.7A～6.5A 

SOT-323T, 

SOT-363T

TSMT3, 5, 6
2.9× 2.8× 0.85
ID=1A～8.5A

SOT-346T, SOT-

25T, SOT-457T

3.0× 2.8× 0.8
ID=1.5A～11A 

(TSMT8)

3.0× 3.0× 0.6
ID=7A～11A 

(HSML3030L10)

(HUML2020L8)
2.0× 2.0× 0.6
ID=1A～18A

DFN2020

3333 size

(HSML3030L9)
3.3× 3.3× 0.75
ID=5.5A～7A

DFN3333-9DC

3.3× 3.3× 0.8
ID=6.5A～125A

(HSMT8)

대전류와 우수한 방열성

3.3× 3.3× 0.65
ID=50A～210A

Source-down double-

side cooling

DFN3333FB-9S

개발중

3.3× 3.3× 1.0
ID=50A～210A

Source-down

DFN3333F-9S

개발중

High power package

<DPAK>
(TO-252)
6.6× 1.0× 2.3
ID=4A～150A 

TO-252

<D2PAK>
(LPTS)
10.1× 10.0× 2.3
ID=5A～70A 

TO-263S

10.16× 29.07
× 4.44
ID=50A～270A 

(TO-220AB)

(TO-220FM)
10.0× 29.0× 4.5
ID=5A～205A 

TO-220FP

(TO-263AB3LSHYAD)
10.16× 15.1× 4.57
ID=40A～260A 

TO-263AB

대전류

(DFN8080T8LSHYAI)
8.0× 8.0× 1.0
ID=300A～635A

DFN8080-8S

(TOLL9LSATAC)
9.9× 10.43× 2.3
ID=195A～295A 

TOLL

개발중

5060 size

5.0× 6.0× 1.75
ID=2.5A～18A

(SOP8)

5.0× 6.0× 1.0
ID=4.5A～300A

(HSOP8)

대전류

(DFN5060T8LSHAAE)
5.0× 6.0× 1.0
ID=125A～390A

DFN5060-8S

Under Planning

Double-side 

cooling

DFN

5060FB

Source-down

DFN

5060F

R&D 

Phase Stack structure

DFN5060 R&D 

Phase 8.0× 6.0

DFN8060

H
ig

h
e

r 
C

u
rr

e
n

t

2025년 2월 발표

2025년 5월 발표

패키지는 JEDEC 표기입니다.

(   )는 로옴 패키지,

<  >는 GENERAL 코드입니다. 
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주의 사항

• 본 자료에 기재되어 있는 내용은 로옴의 제품 (이하, 「로옴 제품」) 소개를 목적으로 합니다. 

• 로옴 제품 사용 시에는, 별도로 최신 사양서 및 데이터시트를 반드시 확인하여 주십시오.

• 본 자료에 기재되어 있는 정보는, 별도의 보증 없이 제공되는 것입니다.
만일, 해당 정보의 오류 또는 사용으로 기인하는 손해가 고객 또는 제3자에게 발생하는 경우, 로옴은 일절 책임을 지지 않습니다.

• 본 자료에 기재되어 있는 로옴 제품에 관한 대표적 동작 및 응용 회로 예는 일례로서 제시된 것이며, 이와 관련된 제3자의 지적재산권 
및 기타 권리에 대해 권리 침해가 없음을 보증하는 것은 아닙니다. 상기 기술 정보의 사용으로 인해 분쟁이 발생하는 경우, 로옴은 해당
책임을 지지 않습니다. 로옴은, 로옴 또는 타사의 지적재산권 및 기타 모든 권리에 대해 명시적으로나 묵시적으로 그 실시 또는 이용을
허락하는 것은 아닙니다. 

• 본 자료에 기재되어 있는 제품 및 기술 중, 「외국 외환 및 외국 무역법」 기타 수출 규제에 해당하는 제품 또는 기술을 수출하는 경우, 
또는 해외에 제공하는 경우에는, 해당 법에 입각하여 허가가 필요합니다.

• 본 자료의 기재 내용은 2025년 5월 현재의 내용이며, 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
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